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de
. PATENTE DE INVENCION
formulads el 2 de Mayo.de 1.963, con sl Nm. 28;.625
en '
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S por VEIMIE afios . | '
8 nombre de ELEPFRONICA METAL LUX SepeAe, entidsd ftalisna, es~
tablecida on Viale Sarca 94, Miln, Italia, port
“UN METODO DE FABRICAR ELEMENTOS DB CTRCUTTOM

El invento se refiere a elementos de circuito eléetricos, por
ejemplo condex.zsadores.y resietencigs, que tienel_z la ventaja de que
#in la provisién de hilos de cone:;;lén, pueden disponerse faoilmen~
te por soldadura, en una disposicidn de circuito eldctricos
_ Con los elmntos planosy de circui tos elégtricos, gsegin el
invento, las conexiones consisten en tiras metﬁlicas soldables, que
8o denomdnan en lo que sigue tiras de conexién. Con sus lados pla-
nos se ponen gpbr_e, ¥ se pogan de~e§te modo a, una capa activa del
elemento de circuito, ocuya superficie se sdbiere, a su ves, a una

superﬁcie- de apoyo.
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Una venta)a importante de este principioc es que permite la
oons truccién de elementos de cirouito los cuales pusden disponer
se muy fécilmente sobre paneles que tienen conexionados impresos.
A éste objeto se hace uso de un elemsnto de circuito que tiene ~
dos o més tiras paralelas de conexién en uno de sus lados planos,
ouya distancis relativa corresponde al paso de la rama del panel
lo cual quieie decir que diocha distancia relativa debs ser tal que
al disponerse el elemenfo del circuito sobre un panel que tenga
conexionados impresos, con una de las tiras de conexién sobre una
1fnea de trema del panel, lab) otra(s) tira(s) de conexién cubme(n)
una 1fnea diferente de trama, paralela a la 1fnea primeramente men
oionadae

La soldedura a los sitios de contacto de la disposicién de
circutto eléctrico se facilita usando tiras de conexién que con=
sisten en ls superficie, en una aleacidn de soldadura. Ios eiemeg

tos de‘ cirouito de forma convencional, provistos de hilé de cone-

xién, estén usualments encerrados en una envolvente protectora, a

través de la oual se sacan 1los hilos de conexién. Con los elemen-
tos de gircuito segin el invento, el apoyo ya sirve de miembro pro
tector en uno de los ladoa. Parajroteger el otro plano, donde es-
tén situadas las oonexiones, puede ger recubierto, excepto las ﬁ-
ras de conexién, de una capé aislante protectora, por ejemplo de
resina o barnig.

Dichos alementos planos de circuito provistos de tias de co-
nexiﬁn'p‘ueden fabricarse fioilmente como fragmentos de una lémina
grande, en fora de placae A este objeto se hace primero una plan=
cha; la cual se puede considerar que forma una pluralidad de ele-
mentos de cirouito adyacentes segin el invento, los cuales oong=
tituyen juntos, un conjunto ininterrumpido, oortdndose después la

lamina, a lo largo de 1ineas en la direccidén longitudinal, en una
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o més de las tiras do conexién. Las barras asf obtenidas pueden

cortarse de nuevo a 1o largo de 1{neas en éngulo reoto a las U~
neas prinéramente mencionadas, de modo que a partir de una lémi~

na grande se obtiene una pluralidad de fragmentos, cada wmo de

los cuales constituye un elemento de circuito.

Los elementos planos de cirouito segin el invento puedsn
sor fabricados por un pmoedMehto de vaporaciéne. Este método
ae ejecuta como sigues A un apoyo en forma de placa, de una sug=—
tancia aislante (por ejemplo vidrio) se aplics por vaporarigacién
una oapa eléctricamente activa (por ejemplo uma capa de resisten-
cia)e Bsto significa que la oapé 80 depqsita en un espacio agita-
do sobre la superficie de apoyo. Entonces dicha capa eléctri‘cameg
te activa se oubre con una méscara que deja sin ocubrir los sitios
destinados a las tiras de conexidn, despuds de lo cual las tiras
de conexién se aplican a dichos sitios por vaporigacién en foma
de una o mfs capas de una sustancia de conductividad satisfacto=
Tia. B .

A £in de obtensr una conexién satisfactoria oon la capa del-
'gada de apoyo puede aplicarse uns capa intermedia de wna sustan-
cia que sea capaz de d:lfubdirae en las capas contiguas. Bsta capa
intermedia es despuls rgcubierta de una capa superior de un me=
tal noble. El dltimo puede ser materialmente mis grueso que las
otras capase Déspués de aplicarse la capa superior, y después de
quitar la méscara, las placaé cubiertas de este modo pueden ser

~ provistas de una capa protectora, por ejemplo de laca o de bamisg.

Por el caldeo subsiguiente del _oonjtmto, el material de la oapa'

intermedis se difunde en las capas adyacentes, de modo que se com

tiens una adherencia excelente, capaz de resistir una fuergza de

" tracofén relativamente altas Cuando se aplica la capa protectora

se endurece simulténeamente debido al caldeo,. s 5
D RYB 2
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St se desea fabricar resistencias segin ei invento, el apoyo
en forma de placa, de sustancia aislanté, por ejemplo vidrio o mae
terial ceridmico sers provisto, por vaporizaciém, de una capa de Te
sistenoia; como la capa eléctricamente activa, por ejemplo de un -
compuestos metdlico o de una aleacidén metSlica, proveyendose enton
cea a dicha capa de las tirae de conexi&. Bs aconsejable, en la -
fabricacién de dichas resistencias, aplicar primero por vaporiza-
cién una sustancia buena conductora en los si‘laos destinaq.os a las
tiras de conexién. ] .

"Las resistencia segun el invento pueden calibrarse de mansera
sencilla. A este objeto se produce una capa de resistencia, ouya su
perficie es demasiado grande; entonces se quite cada vesz de dicha
capa hasta que se obtiepe el valor deseado de la resistenciae |

Como alternativa, ocuando se producen las resistencias en for
ma de fragmentos cortados ds un conjunto, pueden aplicarse las ca-
pas de resistencia segin un modelo determinado al apoyo comiin con
la ayuda de una plantilla.

Tambifn pueden bacerse condensadores ‘por el método segln el
invento. 4 este objeto el apoyo foma de placa puede ser provisto
por vaporizacién, de una capa buena conductora como la capa eléc—
tricamente activa, la cual puede sexrvir ocomo un recubrimiento de
condensadors A esta capa conductora se aplica entonces, también =
por vaporigacidn, una capas de una sustancia aislante, mientras que
los eitios destinados para las tiras de conexiém se dejan libres,
giendo dicha sustancia gdequada para su empleo como dialdctrico =
del condensador. Entonces, se aplica un segundo recubrimiento de
condensador por vaporizacidn, mientras que los sitios destinados
p;ra las tiras de conexién en el primer :geoubrj,mie!nto ¥y una zona
denominade de corrimiento se dejan libre;, proveyendose después

lss conexiones requeridas sobre los dos recubrimientdss

287629
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Los elementos planos de circuito. seghn el invento pueden
aplicarse féoilmente en un nfmero dedo, simulténeamente, sobre
un panel que fenga conexionados jmpresos ein la necesidad de -

" usar soldadores o bafios de soldaduras A este f{n dichos elemen

tos de circuito son dispt'xestos' en un sujetador, en el cual son
mantenidos en las posiciones correctas a ser ocupadas relativg
mente entre si en la disposiciﬁn. Una placa plana de cavidades
someras pars.el alo;lamiénto de los elementos de circuito es a~
decuada I;ara Su uso como un sujetador. El sujetador y el panel

que tienen los conexiocnsdos impresos se montan de tal modo que

- las- tiras de conexibén estén dispuestas en los sitios de contac

to de los hilos destinados & ellas., haciéndose uso, si es nece
sarj:o, de una aléacién de soldadura. Calentando el sujetador =
las tires de conexién son soldadas a los sitios de contacto, de
manera que se establecen las conexiones eléctricas y mecinicas

entre los elementos y el conexionado de circuitcs El sujetador

puede ser quitado posteriomntéo

El invento serd desorito mds completamente con referencia
al dibujo,‘ el cual muestra, diagramﬁticamente, varias etapas de
lla fabricac:lén. de elementos plasnos de circuito segin el invento,
¥ en los 'ouales:

ls figura 1 muestra una placa de apoyo, & la cual se apli
ca poy vapdnzacién 'na capa de resistencia segin un modelo da-
do. | ‘ _

La figura 2 muestra la misma placa, provista de las ﬁ.ras
de conexién.

La figura a’mueqstra' wne de las barras obtenidas al dividir

la placa mostrada en la figura 2 en piegas.

la figura 4 muestra los elementos separados obtenidos al

dividir la barra mostrada en la figura 3 en piegas.

287629
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Ls figura 5 muestra una vista en seccién de una reeisten
ola completa segin el invento en un plano en &ngulo Tecto a la
diieccién longitudinal de las tiras de conexién.

La figura 6 muestra una resistencia como se muestra‘ en la
figura 5, 0 un condensador como se muestra en la figura 18, apli
ocados & un panel que tiene conexionados impresos.

La figura 7 muestra una placay & partir de la cual pueden
hacerse los condensadores. '

La ﬁgura 8 es una vista en secoién de dicha placas

.Le figura 9 muestra la miema placa despuég Qe lg aplica~
cién de una.capa de una sustancia aislente que sirve de dieléo-
trico. ' |

La figure 10 es wmna vista en secci&n de la placa mostrads
en la figura 9e - ' _

La figura 11 muestra la md sma placa, provisté de un segun
do recubrimiento condensador. _

La -figura 12 es una vista ‘-en seccién de la placa en la
misma etapa. ) A _

la figura 13 muestra la flaoa de la figura 11 despuds de
la aplicacién de las tiras de conexidne

La figura 14 muesira la placa de la figura 13 despuls de
la provisidn de una capa proteotpré. ‘

La figura 15 es una vista en seccién de la placa de la fi
gura 13 o

La figura 16 muestra las barras obtenidas al corter la pla=
ca de la figura II_.4 en tiras. -

La figura 17 muestra condensadores separados obtenidos di=-
vidiendo una de las barras de la figura 16. en piezase

La figura 18 es una vista en seccidén de dicho condensador
en un plano en éngulo recto a la direccidén longitudinal de las

287629
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tiras de conexidne
La figurs 19 muestra un sujetador en el cual hay dispues~
tos varios elementos plancs de circuito segiin el invento, y el

oual sirve pars soldar dichos elementqs de c‘ircuito‘ & un panel

de conexjionados impresos.

Haciendo ahora ‘Teferencia a la figura 1, el nimero de rg
ferencia lA designa uns placa de apoyo de una sustancia aislante
por ejemplo vidrio o un material cerdmico. Una cspa de un mate-
rial de resistencia adecuada es eplicado & uno de los lados plg
nos de dicha placa por deposicién en vaocto (vaporizacién), de
la manefa conocidas El material adecuado puede ser nicromo, pe-
ro la capa puede estar heocbe de otros materiales u otras alea-
éiones metélicas o compuesto metélicos, por ejemplo 6xidos y com-
puestos intermetilicos. Se conocen varios materiales para su uso
a este fin. )

A fin de produoir, en una so_l# operacién, resistencias de
valores diferentes, se pmﬁgn varias capas parciales 2 de di-
forentes formas y tamatiose Para la fabricacién de las miemas se
hace uso de una plantilla durante el proceso de vaporigaciéne

Al mismo tiempo la placa 1 puede estar completamente re-
cubjerta de una capa.de resistenoia, quiténdose poeteriomen-.
te partes determinadas de la misma, de modo que permenece el mo-
delo deseados Este método de eliminar o1 material redundante es
conccido por sf{ mismo.

~Las tiras de conoxién 3 son entonces dispuestas sobre el
apayo proviéto de la capa de resistencia. A este £in la capa -
de resistencia es cubjerta con una méscara, a excepcién de 10s
sitios destinados para las tiras. Los sitios no cubiertoa por
la cémara son prowistos, por deposicién desde la f;se de vapor,

en vac{o, de una caps 4 (figura 5) de un material que se adhio-
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Te satisfactonaménte a la capa de resistencia sin que tenga
ningdn valor resistivo apreciable por s{ mismo. Los materia-
les adecuados son el hierro, niquel, un compuesto de cobre y .
manganeso, la plata y el oroe La dltima capa se recubre de -
una capa 5 de una sustancia la cual es capaz de difundirse,

al calentarse, en la capa 4. Para este objeto el oro es el ma-
terial ﬂs adecusdo. Entonces se aplica una capa conductora 6
de’un metal noble, por ejemplo, platas No es necesario aplicar
esta oapa por vaporizacién. Pueden emplearse otros métodos co=
nocidos; por ejemplo pinture 6 rociadura de una pasta de plate,
a partir de la cusl puede subsigujentemente obtencrse una capa
pura de plata medisnte caldeo. Las porciones que quedan entre
las tires de conexién 13 son eutonéeapouatas de una capa 7
de laca o baPnizy la cual consti tuye un recubrimiento protec—
tor duro por caldece . '

La piaca as{ fabricada es introducida en un horno, en el
cual es calentads a una temperatura de 3008 C a 3509C. Debido
al caldeo el ma‘terial,de la capa internedda 5 peneti'a en las -
capas 4 y 6 de modo que se obtiene wn conjunto que se adhieﬁ
satisfa\cto;_;iamente. Al mismo tiempo se endurece la capa 7.

La placa es entonces dividida en piesas corténdola, a 1o
largo de las 1fneas A=A en.la figura 2, por ejemplo, por medio
de uns hoja de sierra giratoria. Se obtienen asf las mostradass

en la figura 3. Estasbarras son divididas de nuevo eﬁ plegas =

~corténdolas .a lo largo de las 1fnea B-B, de modo.que se obtie-

nen los elementos de oircuito mostrados en la figurs 4. Despuss
del caldeo las tiras de conexién pueden ser provistas de una ca-
pa d_e’una aleacitn de soldadura 8. Esto puede llevarse a cabo
sntes de cortar la placa en piezas, 0 despuds. A este £{n todes

la placa o las partes pueden ser sumergidas en un bafio de una

P N ST | .
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alesoidn fundida de soldadura, por ejemplo de estefio y plomo
o -de estaﬁo ¥y plata.

El olemento de circuito del tamafio adecuado puede ser su-
jetado a un panel de conexicnadoe impresos. A este objeto la dig
tancia' relativa L de las tiras de conexién deben ser algo menor

que una vez o de un miltiple entero del paso de la trama del mo-

delo del hilos Escogifindose la distancia entre los centros de las

dos tiras de conexién de modo que cada uns de las tiras pueda ou
Mr una 1fnea de trama;.

Haciendo referencia a la figura 6, el nimero de referencia
10 designa la placa aislante de un panel de conexionados 11 desig-
na los conductores asegurados.a‘ la placa 10 y a ser oonectadas =
entre s{ por una resistenciade La résiétenoia 9 se disponer a es-

te objeto con las tiras de ooneiié»n sobre los sitios de contao-

to de los hilos. Calentendo la resistencias, las tiras de conexidn

son soldadas a los sitios de contacto, estableciéndose asf la co-
nexidén eléctrica. No son necesarios aquf otro material de solda-
dure ni la orientacidén ni corte de los hilos de conexién como en
el caso de elementos de eigcuitog de estructura corriente.

Les figuras adiocionales del dibujo se refieren s un método
de fabricar condensadores segin el invento.

Haciendo reférencia a la figura 7, el nimero de referencia
12 denota una placa de apoyo por ejemplo de vidrio, a la cual se
aplica, por vaporizaciln, deepuds de la limpieza cuidadosa de la
superficie, una capa electricamente activa que consiste en dos pie—
zas 13 y 14 de una sustancia buena conduqtora, por ejemplo de-alu-
minio, niquel u oro. A fin de obtener una tira libre 15 entre los
recubrimjentos 13 y 14, dicha tira se oubre con una mfscara duran=
te ol procedimiento de vaporizacién. Esta puede ser uma tira de

una sustancia ferromagnética, la cual se mantiene por medio de wm

2876 1%
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imén debasjo de la placa durante el tiempo necesario. Las ocapas

'13 Y 14 sirven después como recubrimiento de condensadors ’

Subsiguientements a la aplicacidn de las capas 13 ¥ 14 por
vaporigaoién, se quita la mdscara y se aplica po.;r vaporizacidn,
una capa 16 de una sustancia eislante.Sin émbargo, durante este
procedimiento las tiras 17 y 18 en los lados estdn oubiertas por
una méscara, de modo que estos sitios quedan libres para la pro-
visién subsigulente de tiras de conexién.

La capa aislante 16, la ocual sirve como un dieléotrico de
oondensédor, puede obtenerse por la deposiciém, en vacio, desde
la fase de. vapor, de un 8xydo metflico, por ejemplo monéxido de
silicio, un sulfuro, por éjemp}o sulfuro de zinc, de un fluorurc
por ejémplo fluoruro magnéeicoe.. S; 8¢ desea pueden usarse a este
objeto una capa de una resina o de una laca, si tieﬁe propiedades
eléoctricas y'témioag adecuadas, por ejemplo resina de silicio y
resina epoxicae

Después de haber aplicado la capa dielSotrios, se dispone -
de nuevo une m{scara sobre la placa, cubriendo dicha méscara las
gonas periféricas 17 y 18 y, ademés una parte periférica de la oa=
pa del dieléotrico (traysctoria de corrimiento); luego se aplica
un segundo recubrimiente 19 por vaporizacién (21guras 11 y 12),

Dgspués se dispone go’oré la placa uva mfscara que tiens una
ventanille alargadae Diocha néscara deja sin oubrir no 80lo las
gonas periféricas 17 y 18 sino tambidn una tira central," la ocual
es ligeramente mfs estrecha que la tira 15 Como se ba descrito

- . en lo anterior para la fabricacidn de una' resistencia, se aplican .

entonces, por vaporizacién, una capa intermedia 20 y una caps su~
perior 21 pare proveer las tiras-de conexién 22, 23 y 24 No se

necesita un subsirato, puesto que se provee una capa conductora
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consiste en un metal capaz de difundirse en las capas cont{guas.
Uaualmenté el oro serd el material mas adecusdo pars este £in.

La capa superior puede obtenerse ‘ppr un método diferente al de va
porizacibn, por ejemplo pintando una pasta.que contengs plata u
OTO, ) |

Despuds de que se ha secado dicha pasta, a una poroidn, mﬁa

allé de las tiras 22, 23 y 24, se le provee de una ocapa de una la=-

0a 0 de un barnig (25 y 26), después se introduce la place en un

homo parﬁ endurecer las oépas ul timamente mencionadas y par& ha=-
cer que ol material de la capa intermedia 20 penetre en las capas
contfguas 2}. ¥ 13 y 14 respeotivamente, de modo que se obtiene un
conjunto de componentes de la capa que se adhiere satisfactoria-
mentee |

Las tiras de contacto deben entonces ser "cubiertas con es-
taﬁo".‘Esto puede llevarse a cabo.en dos etapasﬁiferentes; la
plaoé puede dividirse primero en dos piegas oorténéola a8 lo lar-
go de la lfnea A-A (figura 14), proveyendo a los lados de una ca-
pa émtectora y sumergiendo las piezas primero en un baiio reduc-
tor, por ejemplo colofonia, y luego en un bafio de una aleacidn de
soldadura fundida., Sin embargo, como alternativa, la placa puede
sumergirse en orden de sucesidén en los dos citados bafios antes
de la divisién, dividiéndose en dos piezas, subsiguientemente al
procedimiento de cobertura con estaiio, a lo ;largo de la 1fnea A~
A. Las tiras de comexién consisten entonces superficialmente en
una aleacién de soldadura 27 y estén en:toneee totalmente 1listas
para su soldadura a loa sitios de contacto de una disposicién de
circuitos Para cortar la placa en dos mitades es ventajoso hacer
una entalladura en el lado inferior ein cubrir por medio do un -
cortador de diamante.

Las cspacidades de cada una de las piezgs pueden medirse -

287625
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entonces y por medio de un célculo sencillo puede estimarse donde
doben quedar las l{neas B-B (figura 16), a lo largo de las cuales
deben ser cortadas las dos barrag con objeto de obtener los con=
densador;s separados mostrados en las figures 17 y 18 con las ca-
paéidadea deseadas. De este modo pueden hacerse condensadores que
tengan la capacidsd deseada con una paqueﬁ& tolerancia, aun menor
de 1%, aunque sean altamente diférentes entre sf lgs capaqidades .
de las dos mitedes mostradas en la figura 16. Empleando herramien
tas conocidas, por ejemplo una mess de Teparto, puede hacerse el
corte en ei sitio correcto. Es conveniente en este caso usar una
placa de apoyo de vidrio debido a la exactitud.con que puede cor—
tarse 1la placa de vidric. 4 '

'St se desea, puede hacerse una divisién relativamente basta .
en condensadores ligersmente demgsiado grandes, llevindose subsi~ .
guientemente cada condensador a la capacidad deseada reduéiendo
el tamafio. & este objeto puede hacerse uso de los métodos conoci-
dos para dibujar sobre superficies de vidrio. .

Si los condensadores estén destinados a su uso en una panel
de conexjonados impresoé, las distancias relativas entre las ti-
ras de conexién deben qorrespondér 2l paso L de la trama (Figuras
8 y 13) del panel. La longitud de los condensadores sola determi-
na las“ capacidades puesto que tienen la miema anchura.

Los condensadores mostrados en las figuras 17 y 18 pueden |
soldarse al panel de conexionados impresos #n el uso de hilos de
conexién en la manera antes descrita para las resietenciaé. Se =
bace referencia a la figura 6, donde 9 puede denoiar también un
oc;ndeneador.' '

Para montarj soldar un mimero de elementos de cirendto sé—

gtn el invento a un panel de bilos impresos, puede ventajosemente

‘usarse el sujetador mostrado en la figura 19. El sujetador em una

2876%9
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placa plana 28 de un material capaz de resistir la temperatura
de operaoi§n proveyendose cavidades para alojar cada uno de losg
elementos de circuito para una disposiocién dada. Unas pocas oca=
vidades estén designadas por los nimercs de referencia 29, 30

vy . Con objeto de disponer dichos elementos de circuito co=

rrectamente oon respecto al panel, puede hacerse usc de un sis-

tema de referencia forma por las espiges de tope 32 sobre el
sujetador y los rebajos de referencia convencionsles en el pa-
nel. ‘ )

Los nimeros de referencia 33, 34, 35, 36 y 37 denotan las
caVi&ades en la placa 2B para alojar otros elementoa de circui-
to que no tienen la forma plena de los elementos seghn el inven-
to, por ejemplo, transistores, transformadores, inductancias y
as{ sucesivesmente.

_ Cuando todas las partes han sido dispuestas y el panel
de hilos impresos estd dispuesto correctamente, la combinacién
es calentada por medib de la resistencia -de caldeo 38, de modo
que la alescidn ﬁe soldadura se pega & los sitios &e contacto.
Se omite as{ el uso de un soldador y la inmersiGn del panel,
1lena de dificuitaﬁes, en un bafio de soldar.

La presente solicitud que co;;eaponde a la presentads en
Italia, §on fecha 27 de Dioiembre de 1.561, bajo el Némero
16.086 yA4 de Enero de 1.962, bajo el‘Nﬁmero 19,305, se acoge
a-lgs_beneficios Qel artfculo 51 del vigente Estatuto sobre =
Propiedad Industrial.

NoTaA

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presentan

9287629
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para que sean objeto de la pi'esente golicitud de Patente de

Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientess

19~ Un método de fabricar elementos el8ctricos plancs
de circﬁito, capacterizado porque los elementos se obitienen en
forma de fragnentoé de un conjunto grande a manera de placa =
que es cortado a lo largo de l{nessen la direccién longitudi-
nel de ung o més de las tiras de conexidn y, si se desea, en
éngulo recto oofi{ eilas.,'.

2%.~ Un m§todo de fabricar elementos de circuito segim
el puntb 1, caracterizado porque un soporte en forma de placa

de una sustancia aislante (vidrio por ejemplo) se provee por

‘eveporacién, de una capa eléctricamente conductora y porque en

los puntos destinados a acomodar las tiras de conexidn, dichas
tiras se forman aplicando por vaporizacién una o més capas de
una sustancia buena conductora, estando cubiertas por una re-
serva las partes de la superficie que han de quedar libres de |
dichas capas.

3%,~ Un mtodo segin el punto 2, caracterizado porque en
los lvga;ree destinados a las tiras de conexién ee prevé una ca-
pa intermedia de una sustancia, por veporizaoién,l siendo dicha
sustancia capag do difundirse en las capas adyacentes, despu_ss :
de lo cual se apl:lca. une ocapa superio:_r.de un metal noble, eli-
mindndose luego la reserva y, en los lugares correspondientes,
ée aplica luego una capa protectora de una laca o barnis, sien-
éo luego oalentado.el conjunto de manera que el material de la
capa intermedia se dtfunde ¥y la capa protectora se endufeaoa.

49%,~ Un método segin el punto 3, caracterizado porque la °
oa;éa 1n£emedia se hace de oroe

50 Un método segin los puntos 3 6- 4, caracterizado pop-
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‘que la 6aj:a superior estd hecha de plata.
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6%+~ Un método ségfm cualquiera de los puntos 2 a 5, para
la fabricacidn de resistencias, caeracterizado porque el sopor-
.te de foma de placa de. la sustancia aislante se provee, por
vaporizacién, con una capa de resistencia hecha, por ejemplo,
de un compuesto metdlico o de una aleacidn, estando provista
dicha capa de tiras de conexiéme

7%~ Un método segin el punto 6, caracterizado porquela
capa de resistencia se prevée en los imptos destinados a las
tiras de conexién, primero con un sustrato de una sustancia
buena conductora, por ejemplq de niquel, por vaporizaocidn.

89~ Un método gsegln el punto 1, para la fabricacién de
resisteﬁciaa caractgri.zado porque las caras de resistencia somn
aplicadas en un disefioc dado sobre un soporte de forma de placa
con el uso de una plantillae |

9%.= Un método seglin cualquiera de los puntoanz a 5, para
la fabricacién de condensadores, caracterizado porque como ca-
pea electricamente activa (capa de condensador) se aplica una
capa conductora por vaporizacién al soporte de forma de placa
¥ luego una capa de una sustancia &islante adecuada para su
empleo como dieléctrico de condensador, se aplica por vaporiza-
cién, con excepcién de los punfos destinados a las tiras de co~-
nexién, y luego se aplica un segundo revestimiento de condensa-
dor por vapor:lzacién con excepcidén de los puntos destinados a
las tiras de conexién sobre un primer revestimiento de condensa-
dor y dm un trayecto de trepamiento y porque luego les tiras de
oconexién se proveen sobre los dos pecubrimientos de condensador.

10%,- Un método de fabricar un panel segin el punto §, ca-
racterizado porque los elementos de circuito estdn dispuestos
en un soporte en el cual dichos‘ elementos son mantenidos en las

vosiciones correctas 'requeridas‘ con respecto s la disposioién
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de cirouito y porque dicho soporte es unido con el panel de
circulto impreso al paso que las tires de conexién de los =
elementos de oircuito estén dispuesims sobre los puntos de
contacto correspondientes y porque, si es preciso con ayuda
b de una aleacién de soldadura, el soporte es calentado a una

temperatura requerida para soldar las tiras de conexién el
circuito impreso, quiténdose luego el soporte.
119, Un método de fabricar elementos de ocirouito.
- Tal ¥ oomo se ha desorito en la Memoria que antecede,
10 representado end dibujo que se acompafia y para los fines que
se han especificado.
La presents Memoria consta de dtaciseis hojas, escritas

a miquina por una sola carae
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